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摘要

在積體電路製造過程中，良率時常因晶片上的污染而降低，而隨著半導體線寬不斷

地微縮，污染控制也越顯重要。製程中常見的污染分為三大類︰離子、氣體性分子污染

物(airborne molecular contamination, AMC)及粒子。以粒子來說，現行商用機台及 SEMI

規範(F057 及 SEMI F104)多數僅能提供粒子尺寸≥ 100 nm 的量測方法，無法滿足 7 nm

以下製程汙染物的量測需求。因此，開發<100 nm 的粒子量測及成分分析技術，是近年

來半導體市場的發展趨勢。

微分電移動度分析儀-凝結粒子計數器(Differential Mobility Analyzer - Condensation

Particle Counter, DMA-CPC)目前被廣泛應用在奈米粒子尺寸分佈的量測，其中，DMA 的

原理是利用不同尺寸的帶電粒子於電場下電移動速度的差異來進行粒子的篩分，篩分後

特定尺寸的粒子進入 CPC 進行計數；雖然 DMA-CPC 可提供粒徑小於 100 nm 之顆粒尺

寸分佈，但無法得知粒子的組成。為了有效追溯粒子污染來源，本研究建立了 DMA-ICP-

MS 量測技術，以提供即時粒徑分佈與成分分析數據。實驗利用不同種類以及不同尺寸

的金屬粒子標準品進行驗證。實驗結果顯示，本研究可進行 10 nm 至 100 nm 之金奈米

粒子粒徑量測，且相對擴充不確定度可< 5 %；此外，針對混合金屬粒子之樣品(金、鉑)，

此系統亦具備高度辨識能力。
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